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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuseformteil zur
Montage eines elektronischen Bauelements an einer
Leiterplatte, wobei das Gehäuseformteil eine Aufnah-
meseite mit einer Gehäuseöffnung zur Aufnahme des
elektronischen Bauelements in einen Gehäuseinnen-
raum aufweist. Ferner betrifft die Erfindung eine elek-
tronische Baugruppe mit einem Baugruppengehäu-
se, in welches eine Leiterplatte und ein solches Ge-
häuseformteil mit einem darin aufgenommenen elek-
tronischen Bauelement eingebracht sind.

[0002] Eine elektronische Baugruppe weist üblicher-
weise eine Leiterplatte auf, auf welcher elektroni-
sche Bauelemente montiert und dort elektrisch mit-
einander kontaktiert werden. Die elektronischen Bau-
elemente sind beispielsweise leistungselektronische
Bauteile wie Transistoren, Thyristoren oder insbe-
sondere Varistoren. Alternativ sind die elektronischen
Bauelemente beispielsweise Drosselspulen oder En-
ergiespeicher.

[0003] Beispielsweise werden die elektronischen
Bauelemente zu deren elektrischen Kontaktierung
mit einem Kabelschuh versehen oder zur Montage
und zur elektrischen Kontaktierung auf vergleichs-
weise umständliche Weise mit der Leiterplatte ver-
schraubt. Zusätzlich muss die Leiterplatte hierzu
mit einer Stromschiene oder mit einem weiteren
Anschlussteil, wie einer eingepressten Buchse, zur
Aufnahme und zur elektrischen Kontaktierung einer
Schraube versehen sein.

[0004] Beispielsweise werden elektronische Bau-
gruppen in einem Kraftfahrzeug in einer Steuerung
eines Getriebe-, Motor-, Brems- oder Energiema-
nagementsystems verwendet. In Folge dessen sind
die elektronischen Bauelemente der Baugruppe einer
Schock- oder Vibrationsbelastung ausgesetzt. Für ei-
ne sichere und zuverlässige Fixierung der elektroni-
schen Bauelemente an der Leiterplatte werden diese
beispielsweise zusätzlich zur Schraubverbindung mit
der Leiterplatte oder insbesondere mit dem Baugrup-
pengehäuse verklebt. Alternativ wird ein Lack oder
eine Vergussmasse aufgetragen, welche das elektro-
nische Bauelement umschließt. Jedoch sind ein Ver-
kleben, ein Vergießen oder ein Auftragen von Lack,
insbesondere bei vergleichsweise hohen Stückzah-
len, vergleichsweise zeit- und kostenaufwendig. Des
Weiteren ist dadurch das Gewicht der elektronischen
Baugruppe erhöht.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne geeignete Vorrichtung anzugeben, bei welchem
eine Montage eines elektronischen Bauelements
möglichst aufwandsarm ist. Zudem soll das elektroni-
sche Bauelement möglichst sicher an der Leiterplatte
befestigt sein.

[0006] Hierzu weist ein, insbesondere hohlquader-
förmiges, Gehäuseformteil zur Montage eines elek-
tronischen Bauelements, insbesondere eines Varis-
tors (variable resistor), an einer Leiterplatte eine Auf-
nahmeseite auf, welche eine Gehäuseöffnung zur
Aufnahme des elektronischen Bauelements in einen
Gehäuseinnenraum aufweist. Des Weiteren umfasst
das Gehäuseformteil eine an die Aufnahmeseite an-
grenzende Anschlussseite mit Anschlussdurchfüh-
rungen für die elektrischen Anschlüsse des elektroni-
schen Bauelements sowie eine Montageseite mit an-
geformtem Montageprofil für eine werkzeugfreie Ge-
häusepositionierung und Gehäusehalterung an der
Leiterplatte.

[0007] Mit anderen Worten wird das elektronische
Bauelement mittels des Gehäuseformteils an der
Leiterplatte positioniert und gehalten. Beispielswei-
se werden das im Gehäuseformteil aufgenomme-
ne elektronischen Bauelement sowie weitere auf der
Leiterplatte montierte elektrische oder elektronischen
Bauelemente in einem weiteren Montageschritt mit-
tels Löten, insbesondere mittels Wellenlöten oder Se-
lektivlöten, miteinander elektrisch verbunden. Dabei
ist das im Gehäuseformteil aufgenommene elektro-
nische Bauelement vorzugsweise derart positioniert,
dass die elektrischen Kontakte des elektronischen
Bauelements zur Kontaktierung bzw. beim Löten her-
angezogen werden. D.h. es sind vorteilhafterweise
keine weiteren Anschlussteile, wie eine Stromschie-
ne, eine Buchse oder ein Kabelschuh, zur Kontaktie-
rung notwendig.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
weist das Montageprofil mindestens einen, vorzugs-
weise hakenförmigen, Rastzapfen zur Herstellung
einer Rastverbindung mit einer korrespondieren-
den Rastaufnahme der Leiterplatte auf. Mit anderen
Worten wird das Gehäuseformteil unter Bildung ei-
ner Rastverbindung auf die Leiterplatte werkzeug-
frei aufgesteckt und somit formschlüssig gehalten,
wobei vorzugsweise der Rastzapfen federelastisch
verschwenkbar ist. Auf diese Weise ist eine ver-
gleichsweise aufwandsarme Gehäusepositionierung
und Gehäusehalterung des Gehäuseformteils und
somit des im Gehäuseformteil aufgenommenen elek-
tronischen Bauelements an der Leiterplatte realisiert.
Insbesondere bildet dabei die Montageseite des Ge-
häuseformteils ein Widerlager, d.h. die Montageseite
des Gehäuseformteils ist mechanisch in Kontakt mit
der Leiterplatte.

[0009] Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung
weist das Montageprofil mindestens einen Fügezap-
fen auf, welcher im Montagezustand in eine korre-
spondierende Zapfenaufnahme der Leiterplatte auf-
genommen ist. Der Fügezapfen hat zudem eine Füh-
rungsfunktion beim Verrasten des Rastzapfens. Zu-
sätzlich verbessert der Fügezapfen dabei vorteil-
haft eine Positioniergenauigkeit des Gehäuseform-



DE 20 2017 105 939 U1    2019.02.14

3/15

teils auf der Leiterplatte. Zusammenfassend ist Ge-
häuseformteil an mindestens zwei Stellen, beispiels-
weise mittels jeweils eines Fügezapfens und mittels
eines Rastzapfens, auf die Leiterplatte aufgesteckt.
Aufgrund der Verformbarkeit des Rastzapfens, ins-
besondere zur Herstellung der Rastverbindung, um-
fasst das Montageprofil vorzugsweise mindestens
zwei Fügezapfen, welche bezüglich des Rastzapfen
eine vergleichsweise hohe Steifigkeit aufweisen. Auf
diese Weise ist das Gehäuseformteil verdrehsicher
und formschlüssig an der Leiterplatte befestigt.

[0010] Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung
weist das Gehäuseformteil eine im Bereich der der
Anschlussseite gegenüberliegenden Gehäuseseite,
welche im Folgenden auch als Kopfseite bezeichnet
wird, angeordnete und in den Gehäuseinnenraum ra-
gende (erste) Presslippe auf. Diese wird bei der Auf-
nahme des elektronischen Bauelements in den Ge-
häuseinnenraum in einer Richtung senkrecht zur An-
schlussseite zu einer Gehäuseaußenseite hin elas-
tisch verspannt, so dass eine daraus folgende Rück-
stellkraft das aufgenommene elektronische Bauele-
ment zur Anschlussseite hin verstellt.

[0011] Des Weiteren ist das Gehäuseformteil in ei-
ner vorteilhaften Ausgestaltung mit einem Rastele-
ment versehen. Dieses ist dabei im Bereich der An-
schlussseite angeordnet und ragt in den Gehäus-
einnenraum. Zusätzlich ist das Rastelement in Rich-
tung der Anschlussseite federelastisch verschwenk-
bar und weist freiendseitig einen Rasthaken zur lös-
baren Fixierung des aufgenommenen elektronischen
Bauelements auf. Insbesondere erstreckt sich das
Rastelement im Wesentlichen senkrecht zum Ge-
häuseboden, welcher der Aufnahmeseite gegenüber
liegt. Dabei kann bei geeigneter Bauform des elektro-
nischen Bauelements der Rasthaken dieses auf des-
sen der Aufnahmeseite zugewandten Seite hinter-
greifen. Mittels der ersten Presslippe wird das elektro-
nische Bauelement gegen das Rastelement verstellt,
wobei das Rastelement insbesondere in Richtung der
Anschlussseite verschwenkt und der Rasthaken die-
ses somit formschlüssig halten kann.

[0012] Zweckmäßigerweise ist die Gehäuseöffnung
teilweise von mindestens einem Haltefortsatz zur
Halterung des aufgenommenen elektronischen Bau-
elements überdeckt. Dabei ist der Haltefortsatz in
einem der Anschlussseite gegenüberliegenden Öff-
nungsbereich der Gehäuseöffnung angeordnet, d.h.
in einem an die Kopfseite angrenzenden Bereich der
Gehäuseöffnung. Beispielsweise ist der Haltefortsatz
an der Kopfseite und dabei vorzugsweise an dessen
der Gehäuseöffnung angrenzenden Ende dieser Sei-
te bezüglich einer Richtung senkreckt zum Gehäu-
seboden, d.h. am dem Gehäuseboden gegenüberlie-
genden Ende dieser Seite angeformt und erstreckt
sich zur Anschlussseite hin. In Folge dessen über-
deckt der Haltefortsatz einen Bereich des in den Ge-

häuseinnenraum eingebrachten elektronischen Bau-
elements, weshalb ein unerwünschtes Herausfallen
des elektronischen Bauelements beispielsweise auf-
grund einer Schock- oder Vibrationsbelastung ver-
mieden ist.

[0013] Vorzugsweise zusätzlich ist der Gehäusebo-
den mit einer in den Gehäuseinnenraum hineinragen-
den zweiten Presslippe versehen, welche das elek-
tronische Bauelement in einer Richtung senkrecht
zum Gehäuseboden und somit an den Haltefortsatz
presst.

[0014] Beispielsweise weist das Gehäuseformteil
des Weiteren an mindestens einer der beiden Längs-
seiten, welche an die Aufnahmeseite sowie an die
Anschlussseite angrenzen, jeweils eine dritte Pres-
slippe auf. Diese erstreckt sich in den Gehäusein-
nenraum und hält das Bauelement gegen eine Ver-
stellung im Gehäuseinneren in einer Richtung senk-
recht zu dieser Seite. Zusammenfassend ist mittels
der ersten Presslippe und mittels der zweiten Pres-
slippe, sowie mittels der dritten Presslippe bzw. mit-
tels der dritten Presslippen das elektronische Bauele-
ment im Gehäuseinneren werkzeugfrei fixiert.

[0015] Gemäß einer ersten Variante des Gehäuse-
formteils ist die Montageseite die Anschlussseite, wo-
bei am Gehäuseboden außenseitig mindestens ein
Fügesteg angeformt ist. Des Weiteren ist die Auf-
nahmeseite mit einer Stegaufnahme versehen, wel-
che zur Aufnahme eines korrespondierenden Füge-
stegs eines weiteren Gehäuseformteils ausgebildet
ist. Auf diese Weise können mehrere Gehäuseform-
teile und somit mehrere darin aufgenommene elek-
tronische Bauelemente vor der Montage an der Lei-
terplatte unter Bildung einer werkzeugfrei herstellba-
ren Steckverbindung zu einem Gehäuse- oder Ge-
häuseformteilpaket vormontiert werden, so dass ei-
ne platzsparende Anordnung der Gehäuseformteile
nebeneinander sowie eine vergleichsweise schnelle
gemeinsame Steckmontage des Gehäusepakets auf
der Leiterplatte realisiert ist. Zudem ist im Montage-
zustand eine Verstellung einzelner Gehäuseformteile
des Gehäuseformteilpakets in einer Richtung senk-
recht zu den Fügestegen verhindert, weshalb vorteil-
haft eine Schock- oder Vibrationsbelastung in dieser
Richtung verringert ist.

[0016] Ferner weisen in dieser ersten Variante des
Gehäuseformteils die Anschlussdurchführungen je-
weils einen senkrecht zum Gehäuseboden orientier-
ten hakenförmigen Fortsatz auf, dessen Haken einen
Hintergriff für den elektrischen Anschluss des elektro-
nischen Bauelements bildet. Beispielsweise sind die
elektrischen Anschlüsse des elektronischen Bauele-
ments ösenförmig ausgebildet, welche jeweils einen
Fortsatz aufnimmt. Vorteilhafterweise erstreckt sich
der Haken zum Gehäuseinnenraum hin. Beim Ein-
bringen des elektronischen Bauelements wird dann
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insbesondere aufgrund der ersten Presslippe das
elektronische Bauelement derart in Richtung der An-
schlussseite gepresst und vorzugsweise verschoben,
dass der ösenförmige elektrische Anschluss unter
den Haken des Fortsatzes geschoben wird und folg-
lich der elektrische Anschluss und entsprechend das
elektronische Bauelement in einer Richtung senk-
reckt zum Gehäuseboden vorteilhafterweise form-
schlüssig gehalten ist. Dabei ist das elektrische Bau-
element mittels der ersten Presslippe unter Ausbil-
dung eines Kraftschlusses gegen eine Anlage, wel-
che gehäuseinnenseitig an die Anschlussseite an-
geformt ist, oder vorzugsweise gegen den hakenför-
migen Fortsatz verstellt (gepresst). Vorteilhafterwei-
se sind zudem die Anschlüsse des elektronischen
Bauelements bezüglich des Gehäuseformteils mittels
des Fortsatzes auch bei einer vergleichsweise gro-
ßen Toleranz der Bauform des elektronischen Bau-
elements vergleichsweise genau positioniert.

[0017] Die elektrischen Anschlüsse stehen da-
bei vorzugsweise gehäuseaußenseitig an der An-
schlussseite bzw. der Montageseite empor. Auf die-
se Weise können die elektrischen Anschlüsse in
Anschlussaufnahmen der Leiterplatte aufgenommen
und dort ohne zusätzlichem Anschlussteil, beispiels-
weise mittels (Wellen-)Löten, mit weiteren Bauele-
menten elektrisch kontaktiert werden. Insbesondere
nach erfolgter Verlötung des elektronischen Bauele-
ments ist ein Verstellen der elektrischen Anschlüs-
se des elektronischen Bauelements in Richtung des
Gehäuseinnenraums verhindert, so dass die elektri-
schen Anschlüsse gegen ein Lösen des Hintergriffs
gesichert sind.

[0018] Gemäß einer zweiten Variante des Gehäu-
seformteils liegen die Montageseite und die Aufnah-
meseite einander gegenüber, wobei die Anschluss-
durchführung als ein senkrecht zur Aufnahmesei-
te verlaufender Spalt ausgebildet ist. Vorzugsweise
werden im Zuge der Montage die hier insbesondere
als Draht ausgebildeten elektrischen Anschlüsse des
elektronischen Bauelements durch die Anschluss-
durchführung geführt und anschließend in Richtung
der Leiterplatte gebogen, wo diese beispielsweise
verlötet werden. Dabei ist insbesondere das elektri-
sche Bauelement mittels der ersten Presslippe ge-
gen die gehäuseinnenseitig an die Anschlussseite
angeformte Anlage gepresst, sodass das elektroni-
sche Bauelement kraftschlüssig im Gehäuseinneren
gehalten ist.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
zweiten Variante des Gehäuseformteils ist das Mon-
tageprofil für eine zur Leiterplatte beabstandete Ge-
häusemontage ausgebildet. Insbesondere weisen
hierzu der bzw. die Fügezapfen und der bzw. die
Rastzapfen jeweils eine entsprechende Länge in
Richtung senkrecht zur Montagseite und jeweils ein
Widerlager, wie beispielswiese eine zur Montagesei-

te beabstandete und senkrecht zum entsprechen-
den Zapfen emporstehende monolithische Anfor-
mung auf, so dass im Montagezustand das Wider-
lager auf der Leiterplatte aufliegt und das Gehäuse-
formteil beabstandet zur Leiterplatte positioniert. Da-
bei ist der Rastzapfen unter Herstellung einer Rast-
verbindung in der Rastaufnahme der Leiterplatte auf-
genommen.

[0020] Besonders vorteilhaft kann das Gehäuse-
formteil auf diese Weise weitere elektronische oder
elektrische Bauelemente brückenartig überdecken.
Mit anderen Worten sind in besonders platzsparen-
der Weise auf der Leiterplatte schichtartig mehre-
re Bauelemente übereinander angeordnet. Aufgrund
dessen ist insbesondere die Leiterplatte bzw. eine
elektronische Baugruppe, welche die Leiterplatte so-
wie das Gehäuseformteil aufweist, vergleichsweise
klein, d.h. platzsparend und mit reduziertem Gewicht
ausgebildet. Alternativ ist das Gehäuseformteil auf
der Rückseite der Leiterplatte angeordnet und nutzt
einen dort bereits vorhanden Bauraum, wobei bei-
spielsweise eine elektrische Kontaktierung der be-
reits auf der Rückseite der Leiterplatte aufgebrachten
weiteren Bauelemente brückenartig überdeckt wird.

[0021] Bei einer Anordnung des Gehäuseformteils
an der Rückseite der Leiterplatte, wobei die elek-
trischen Anschlüsse des aufgenommenen elektroni-
schen Bauelements an die Vorderseite geführt sind,
und insbesondere sofern die weiteren Bauelemen-
te als an der Vorderseite der Leiterplatte montierte
SMD-Bauteile (Surface-mounted device) ausgebildet
sind, ist zudem vorteilhaft die elektrische Kontaktie-
rung der weiteren Bauelemente und des im Gehäuse-
formteil aufgenommenen Bauelements in einem ein-
zigen gemeinsamen Lötprozess ermöglicht.

[0022] Eine elektronische Baugruppe weist ein Bau-
gruppengehäuse auf, in welches eine Leiterplatte und
mindestens ein daran montiertes Gehäuseformteil in
einer der oben beschriebenen Varianten eingebracht
sind. Mit anderen Worten weist das Gehäuseformteil
zur Montage eines elektronischen Bauelements an
der Leiterplatte eine Aufnahmeseite mit einer Gehäu-
seöffnung zur Aufnahme des elektronischen Bauele-
ments in einen Gehäuseinnenraum sowie eine Mon-
tageseite mit einem angeformten Montageprofil zur
werkzeugfreien Gehäusepositionierung und Gehäu-
sehalterung auf. Dabei ist in das Gehäuseformteil
ein elektronisches Bauelement, wie beispielsweise
ein Varistor, aufgenommen. Das Baugruppengehäu-
se weist an einer Innenseite eine insbesondere leis-
tenförmige Lagerkontur zur Halterung des Gehäuse-
formteils auf. Beispielsweise ist die Lagerkontur an
diese Innenseite angeformt. Vorzugsweise steht da-
bei die zu dieser Gehäuseseite Lagerkontur empor
und umfasst die Lagerkontur das Gehäuseformteil
oder, sofern mehrere Gehäuseformteile als Gehäu-
sepaket nebeneinander angeordnet sind, die Gehäu-
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seformteile umfangsseitig zumindest teilweise. Auf
diese Weise sind das Gehäuseformteil bzw. die Ge-
häuseformteile gegen ein Verstellen, beispielswei-
se aufgrund einer Vibrations- oder Schockbelastung
der elektronischen Baugruppe, zusätzlich zur Halte-
rung an der Leiterplatte mittels der Lagerkontur des
Baugruppengehäuses sicher gehalten. Das Gehäu-
seformteil bzw. die Gehäuseformteile sind auf diese
Weise vorteilhaft formschlüssig gehalten.

[0023] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht eine
erste Variante eines Gehäuseformteils mit ei-
ner Aufnahmeseite sowie mit einer Montagesei-
te und mit einer Anschlussseite, wobei die Auf-
nahmeseite an die Anschlussseite angrenzt und
wobei die Montageseite die Anschlussseite ist,

Fig. 2 in perspektivischer Ansicht das Gehäuse-
formteil gemäß der Fig. 1 mit einem in einem
Gehäuseinnenraum des Gehäuseformteils ein-
gebrachten und formschlüssig darin gehaltenen
elektronischen Bauelement,

Fig. 3 in einer perspektivischen Explosions-
darstellung drei Gehäuseformteile gemäß der
Fig. 1, jeweils mit einem Fügesteg und einer
Stegaufnahme zur deren Steckmontage mitein-
ander, und eine Leiterplatte, auf welcher die Ge-
häuseformteile jeweils mittels eines an der Mon-
tageseite angeformten Montageprofils positio-
niert und gehalten werden,

Fig. 4 in perspektivischer Explosionsdarstel-
lung eine zweite Variante des Gehäuseform-
teils und das darin aufgenommene elektroni-
schen Bauelement mit drahtförmigen elektroni-
schen Anschlüssen, wobei beim Gehäuseform-
teil die Montageseite der Aufnahmeseite gegen-
überliegt,

Fig. 5 in einer perspektivischen Ansicht das Ge-
häuseformteil gemäß Fig. 4, wobei das Gehäu-
seformteil mittels dessen Montageprofils beab-
standet zur Leiterplatte befestigt ist, und

Fig. 6 in einer perspektivischer Darstellung ei-
ne elektronische Baugruppe mit einem Baugrup-
pengehäuse und mit einer Leiterplatte, an wel-
cher mittels Gehäuseformteilen elektronische
Bauelemente montiert sind, wobei das Baugrup-
pengehäuse zur Halterung der Gehäuseformtei-
le einer Lagerkontur aufweist.

[0024] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] In Fig. 1 ist eine erste Variante eines hohl-
quaderförmigen Gehäuseformteils 2 gezeigt. Dieses
weist eine Aufnahmeseite 4 mit einer Gehäuseöff-

nung 6 auf. An die Aufnahmeseite 4 grenzt eine zu
dieser quer verlaufende Anschlussseite 8 an, wel-
che mit Anschlussdurchführungen 10 versehen ist.
Des Weiteren weist das Gehäuseformteil 2 eine Mon-
tageseite 12 mit einem Montageprofil 14 auf, wo-
bei gemäß der ersten Variante des Gehäuseform-
teils 2 dessen Montageseite 12 die Anschlussseite
8 ist. Das Gehäuseformteil 2 umfasst einen Gehäu-
seinnenraum 16 zur Aufnahme eines elektronischen
Bauelements 18 (Fig. 2), welches hier als ein Varis-
tor ausgeführt ist.

[0026] Zur Montage des Gehäuseformteils 2 an ei-
ner Leiterplatte 20, wie in Fig. 3 dargestellt ist, weist
das an die Montageseite 12 angeformte Montage-
profil 14 einen hakenförmigen Rastzapfen 22 auf.
Dieser wird im Zuge der Montage federelastisch
verschwenkt und zur Herstellung einer Rastverbin-
dung in einer korrespondierenden Rastaufnahme 24
(Fig. 3) der Leiterplatte 20 aufgenommen. Im Mon-
tagezustand hintergreift der Rastzapfen 22 nach Zu-
rückschwenken die Leiterplatte 20, weshalb das Ge-
häuseformteil 2 mittels werkzeugfreier Steckmonta-
ge formschlüssig an der Leiterplatte 20 gehalten und
positioniert ist. Des Weiteren umfasst das Montage-
profil 14 zwei Fügezapfen 26, welche im Montage-
zustand in einer korrespondierenden Zapfenaufnah-
me 28 (Fig. 3) der Leiterplatte 20 aufgenommen sind.
Das Gehäuseformteil 2 ist zusammenfassend mit-
tels der beiden Fügezapfen 26 und dem Rastzapfen
22 an der Leiterplatte 20 werkzeugfrei steckmontiert.
Aufgrund der Montage des Gehäuseformteils 2 an
der Leiterplatte 20 an zumindest zwei Stellen ist zu-
dem ein Verdrehen des Gehäuseformteils um eine
Achse senkrecht zur Montageseite 12 verhindert.

[0027] Das Gehäuseformteil 2 weist eine erste Pres-
slippe 30 auf, welche im Bereich der der Anschluss-
seite 8 gegenüberliegende Seite gehäuseinnensei-
tig angeordnet ist, wobei diese Seite im Folgenden
als Kopfseite 31 bezeichnet wird. Dabei ist die ers-
te Presslippe 30 an diese Seite angeformt und ragt
in den Gehäuseinnenraum 16 hinein. Die erste Pres-
slippe 30 wird beim Einbringen des elektronischen
Bauelements 18 zu einem Gehäuseaußenbereich 32
hin federelastisch verspannt, so dass eine entspre-
chende Rückstellkraft der ersten Presslippe 30 das
in den Gehäuseinnenraum 16 eingebrachte elektro-
nische Bauelement 18 zur Anschlussseite 8hin ver-
stellt (presst) (Fig. 2).

[0028] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist das in den Ge-
häuseinnenraum 16 aufgenommene elektronische
Bauelement 18 zusätzlich mittels eines Rastelements
36 lösbar fixiert. Hierzu ist das Rastelement 36 im
Bereich der Anschlussseite 8 angeordnet und ragt in
den Gehäuseinnenraum 16 hinein. Das Rastelement
36 erstreckt sich von einem der Aufnahmeseite 4 ge-
genüberliegenden Gehäuseboden 38 des Gehäuse-
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formteils 2 im Wesentlichen senkrecht in den Gehäu-
seinnenraum 16.

[0029] Zur Montage ist das Rastelement 36 fe-
derelastisch in Richtung der Anschlussseite 8 ver-
schwenkbar. Das elektronische Bauelement 18 wird
hierbei unter Bildung einer Rastverbindung in den
Gehäuseinnenraum 16 aufgenommen. Im Montage-
zustand hintergreift hierzu ein freiendseitig am Ras-
telement 36 angeordneter Rasthaken 40 das elektro-
nische Bauelement 18.

[0030] Die Gehäuseöffnung 6 des Gehäuseformteils
2 ist in einem Öffnungsbereich, welcher der An-
schlussseite 8 gegenüberliegt, d.h. im Bereich der
Kopfseite 31, teilweise von zwei Haltefortsätzen 42
überdeckt. Dabei sind die Haltefortsätze 42 an dem
an die Gehäuseöffnung 6 angrenzenden Seitenbe-
reich der Kopfseite 31 sowie an jeweils einer Längs-
seite 44 angeformt, welche quer zur Kopfseite 31 ver-
läuft und an die Aufnahmeseite 4 angrenzt. Die Hal-
tefortsätze 42 sind dabei an dem dem Gehäusebo-
den 38 abgewandten Ende der entsprechenden Sei-
ten, mit anderen Worten am an die Gehäuseöffnung
6 angrenzenden Seitenbereich, angeformt. Die Hal-
tefortsätze 42 erstrecken sich parallel zum Gehäuse-
boden 38 über einen entsprechenden Eckbereich, so
dass das elektronische Bauelement 18 im Gehäus-
einnenraum 16 gehalten ist.

[0031] Ferner ist in den Gehäuseboden 38 eine
zweite Presslippe 46 eingebracht, welche das elek-
tronische Bauelement 18 gegen die Haltefortsätze
und gegen den Rasthaken 40 des Rastelements 36
presst. Mit anderen Worten agieren die Haltefortsät-
ze 42 sowie der Rasthaken 40 des Rastelements 36
als Widerlager für das elektrische Bauelement 16,
so dass das elektronische Bauelement 18 im Ge-
häuseinnenraum 16 fixiert ist. Zudem sind die bei-
den Längsseiten 44 jeweils mit einer in den Gehäus-
einnenraum 16 hineinragenden dritten Presslippe 48
versehen, welche das elektronische Bauelement 18
in einer Richtung senkrecht zu den Längsseiten 44 im
Gehäuseinnenraum 16 fixiert. Die dritten Presslippen
48, sowie die erste Presslippe 30 sind dabei jeweils
an dem der Gehäuseöffnung 6 zugewandten Ende
der entsprechenden Längsseite 44 bzw. der Kopfsei-
te 31 angeformt und erstrecken sich in den Gehäus-
einnenraum 16 zum Gehäuseboden 38 hin. Im Zuge
der Montage werden deshalb die dritten Presslippen
48 bereits mittels des Einbringens des elektronischen
Bauelements 18 in den Gehäuseinnenraum 16 ver-
spannt, d.h. dass ein Vorspannen der dritten Presslip-
pen 48 vor dem Einbringen des elektronischen Bau-
elements 16 nicht notwendig ist. Des Weiteren ist ein
Bereich um die Presslippen 30, 46 und 48 der ent-
sprechenden Gehäuseseiten 31, 38 bzw. 44 ausge-
spart.

[0032] Gemäß der ersten Variante des Gehäuse-
formteils 2 sind die beiden Anschlussdurchführun-
gen 10 der Anschlussseite 8 jeweils als ein senk-
recht zum Gehäuseboden 38 orientierter hakenför-
miger Fortsatz 50 ausgebildet ist. Dessen Haken 52
erstreckt sich in Richtung des Gehäuseinnenraums
16 und hintergreift einen ösenförmig ausgebildeten
elektrischen Anschluss 54 des elektronischen Bau-
elements 18, so dass das elektronische Bauelement
18 in einer Richtung senkrecht zum Gehäuseboden
38 formschlüssig gehalten ist. Hierzu werden im Zu-
ge der Montage die ösenförmigen elektrischen An-
schlüsse 54 über die entsprechenden Fortsätze 50
geführt. Dabei werden die elektrischen Anschlüsse
54 mittels der ersten Presslippe 30 gegen den haken-
förmigen Fortsatz 50 gepresst.

[0033] Zusammenfassend wird zur Montage das
elektronische Bauelement 18 mit dessen den elek-
trischen Anschlüssen 54 abgewandten Seite im Ge-
häuseformteil 2 zunächst in den von den Haltefort-
sätzen 42 überdeckten Bereich des Gehäuseinnen-
raums 16 eingebracht und die erste Presslippe 30
zum Gehäuseaußenbereich 32 hin verspannt. An-
schließend wird die die elektrischen Anschlüsse 54
aufweisende Seite des elektronischen Bauelements
18 in Richtung des Gehäusebodens 38 verstellt, wo-
bei sowohl die zweite Presslippe 46 als auch die bei-
den dritten Presslippen verspannt und das Raste-
lement 36 das elektronische Bauelement 18 hinter-
greift, und wobei die ösenförmigen elektrischen An-
schlüsse 54 des elektronischen Bauelements 18 über
die jeweiligen Fortsätze 50 geführt wird. Des Weite-
ren wird bei einer, insbesondere hierauf folgenden
Entspannung der ersten Presslippe 30 jeweils der
elektrische Anschluss 54 vom Haken 52 des ent-
sprechenden Fortsatzes 52 hintergriffen. Das elektro-
nische Bauelement 18 ist zusammenfassend somit
formschlüssig im Gehäuseformteil 2 gehalten. Des
Weiteren sind auf diese Weise die Anschlüsse 54 un-
abhängig von Bauteiltoleranzen des elektronischen
Bauelements 18 zur Anschlussseite 8 hin vergleichs-
weise genau positioniert.

[0034] Die elektrischen Anschlüsse 54 stehen dabei
zur Montageseite 12 empor. Bei der Montage des Ge-
häuseformteils 2 an der Leiterplatte 20 werden die
elektrischen Anschlüsse 54 in Anschlussaufnahmen
56 der Leiterplatte 20 aufgenommen und durchdrin-
gen diese, so dass die elektrischen Anschlüsse 54
auf der dem Gehäuseformteil 2 abgewandten Seite
(Leiterplattenrückseite) der Leiterplatte 20 mit weite-
ren elektrischen oder elektronischen Bauelementen
58 beispielsweise mittels Wellenlöten elektrisch kon-
taktiert werden können (Fig. 3).

[0035] Zusammenfassend ist das Gehäuseformteil 2
an der Leiterplatte 20 positioniert und gehalten, so
dass folglich das elektronische Bauelement 16 mittels
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des Gehäuseformteils 2 an der Leiterplatte 20 mon-
tiert ist.

[0036] In Fig. 3 sind drei Gehäuseformteile 2 je-
weils mit einem darin aufgenommenen elektroni-
schen Bauelement 18 dargestellt. Die Gehäuseform-
teile 2 sind im Zuge einer Vormontage miteinander
zu einem Gehäusepaket 59 gefügt, so dass diese
gemeinsam an der Leiterplatte 20 befestigt werden.
Hierzu weisen die Gehäuseformteile 2 jeweils gehäu-
seaußenseitig am deren Gehäuseboden 38 Fügeste-
ge 60 auf, welche zur Aufnahme in korrespondieren-
de und geometrisch komplementär geformte Steg-
aufnahmen 62 eines weiteren Gehäuseformteils 2
ausgebildet sind. Dabei sind die Aufnahmeseiten 4
der Gehäuseformteile 2 jeweils mit zwei Stegaufnah-
men 62 im Bereich der Haltefortsätze 42 sowie mit
einer Stegaufnahme 62 im Bereich der Montageseite
12 versehen, wobei die Fügestege 60 entsprechend
gehäuseaußenseitig am Gehäuseboden 32 angeord-
net sind.

[0037] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist eine zweite Vari-
ante des Gehäuseformteils 2 dargestellt. Bei dieser
zweiten Variante liegen die Montageseite 12 und die
Aufnahmeseite 4 einander gegenüber. Mit anderen
Worten ist im Montagezustand die Aufnahmeseite 4
parallel zur Leiterplatte 20 orientiert. In Folge dessen
ist die Anschlussseite 8 senkrecht zur Leiterplatte 20
orientiert. Das im Gehäuseformteil 2, welches nach
der zweiten Variante ausgebildet ist, aufgenommene
elektronische Bauelement 18 weist drahtartige elek-
trische Anschlüsse 54 auf. Diese werden zur Mon-
tage durch die Anschlussdurchführungen 10 geführt,
welche hier als senkrecht zur Aufnahmeseite 4 ver-
laufende Spalte ausgebildet sind, und anschließend
zur Leiterplatte 20 hin gebogen, wo die elektrischen
Anschlüsse 54 im Zuge der Montage beispielsweise
mittels Lötens mit den auf die Leiterplatte 20 aufge-
brachten weiteren elektrischen oder elektronischen
Bauelementen 58 elektrisch verbunden wird.

[0038] Das elektronische Bauelement 18 wird dabei
mittels der ersten Presslippe gegen eine gehäusein-
nenseitig an die Anschlussseite 8 angeformte Anlage
63 gepresst (Fig. 2) und somit kraftschlüssig im Ge-
häuseinnenraum 16 gehalten.

[0039] Das Montageprofil 14 ist derart ausgebildet,
dass das Gehäuseformteil 2, wie in Fig. 5 erkenn-
bar, beabstandet zur Leiterplatte 20 positioniert ist.
Hierzu sind die Fügezapfen 26 sowie die Rastzap-
fen 22 jeweils mit einem Widerlager 64 versehen, wo-
bei sich die Widerlager 64 von der Montageseite 12
zur Freiendseite der Zapfen 22 und 26 hin, jedoch
nicht vollständig bis zur Freiendseite hin, erstrecken.
Mit anderen Worten erstrecken sich die Widerlager
64 nicht über die gesamte Länge der Zapfen 22 und
26 in einer Richtung senkrecht zur Montageseite 12,
sondern sind derart geformt, dass das Gehäuseform-

teil 2 mit dem vorgesehenen Abstand zur Leiterplatte
20 gehalten ist. Die Widerlager 64 sind dabei monoli-
thisch, d.h. einstückig an die Fügezapfen 26 bzw. an
die Rastzapfen 22 angeformt. Aufgrund der Widerla-
ger 64 ist ein Eindringen der Zapfen 22 und 26 in die
entsprechende Aufnahme 24 bzw. 28 in einer Rich-
tung senkrecht zur Montageseite 12 der Leiterplatte
20 beschränkt, so dass im Montagezustand das Ge-
häuseformteil 2 mit dessen Widerlager 64 auf der Lei-
terplatte 20 aufliegt. Auf diese Weise überdeckt das
Gehäuseformteil 2 brückenartig weitere auf der Lei-
terplatte 20 angeordnete Bauelemente 58 auf platz-
sparende Weise.

[0040] Fig. 6 zeigt eine elektronische Baugruppe 66
mit einem Baugruppengehäuse 68, mit einer Leiter-
platte 20 sowie mit mehreren gemäß der ersten Vari-
ante ausgebildeten Gehäuseformteilen 2, welche zu
einem Gehäuse- oder Gehäuseformteilpaket 59 mit-
einander gefügt sind und in welchen jeweils ein elek-
tronisches Bauelement 18 aufgenommen ist. Dabei
sind die Gehäuseformteile 2 an der Leiterplatte 20
montiert. Im Zuge der Montage der Leiterplatte 20
Im Baugruppengehäuse 68 wird die Leiterplatte 20
zusammen mit den Gehäuseformteilen 2 durch eine
Baugruppengehäuseöffnung 70 einer Öffnungsseite
72 in das Baugruppengehäuse 68 eingebracht. Die
Leiterplatte 20 ist im Montagezustand im Baugrup-
pengehäuse 68 mittels zweier Haltenuten 74 senk-
recht zur Öffnungsseite 72 gehalten, wobei die Halte-
nuten 74 an zwei an die Öffnungsseite 72 angrenzen-
den Seiten des Baugruppengehäuses 68 angeformt
sind.

[0041] Des Weiteren weist das Baugruppengehäuse
68 zur Halterung der an der Leiterplatte 20 befestig-
ten Gehäusepakets 59 eine Lagerkontur 76 auf. Die
Lagerkontur 76 ist im Bereich des Gehäusepakets 59
an einer Innenseite 78 des Baugruppengehäuses 68
angeordnet, welche zur Leiterplatte 20 parallel orien-
tiert ist. Die Lagerkontur 76 ist leistenartig ausgebil-
det und steht zur Innenseite 78 gehäuseinnenseitig
kragenartig empor. Dabei ist die Lagerkontur 76 im
Wesentlichen U-förmig ausgebildet, wobei die zuge-
ordnete U-Form zur Öffnungsseite 72 hin geöffnet ist.
Im Zuge der Montage wird das mittels der Gehäuse-
formteile 2 gebildete Gehäusepaket 59 in die Lager-
kontur 76 eingeschoben, wobei die Lagerkontur 76
als eine Führung agiert. Im Montagezustand umfasst
die Lagerkontur 76 das Gehäusepaket 59. Öffnungs-
seitig wird das Gehäusepaket 59 im Montagezustand
von einer Deckellasche eines nicht weiter dargestell-
ten Gehäusedeckels gehalten, welcher die Baugrup-
pengehäuseöffnung 70 verschließt. Dabei erstreckt
sich die Deckellasche des Gehäusedeckels im Be-
reich der Gehäuseformteile 2 parallel zur Innensei-
te 78 und hält das Gehäusepaket 59 im Montagezu-
stand in einer Richtung senkrecht zur Öffnungsseite
72.
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[0042] In einer nicht gezeigten Alternative ist in ana-
loger Weise ein Gehäuseformteil 2 in das Baugrup-
pengehäuse 68 eingebracht und mittels der Lager-
kontur 76 gehalten, wobei das Gehäuseformteil 2 ge-
mäß der zweiten Variante ausgebildet ist.

[0043] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Insbeson-
dere sind ferner alle im Zusammenhang mit den Aus-
führungsbeispielen beschriebenen Einzelmerkmale
auch auf andere Weise miteinander kombinierbar,
ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

2 Gehäuseformteil

4 Aufnahmeseite

6 Gehäuseöffnung

8 Anschlussseite

10 Anschlussdurchführung

12 Montageseite

14 Montageprofil

16 Gehäuseinnenraum

18 elektronisches Bauelement

20 Leiterplatte

22 Rastzapfen

24 Rastaufnahme

26 Fügezapfen

28 Zapfenaufnahme

30 erste Presslippe

31 Kopfseite

32 Gehäuseaußenbereich

36 Rastelement

38 Gehäuseboden

40 Rasthaken

42 Haltefortsatz

44 Längsseite

46 zweite Presslippe

48 dritte Presslippe

50 Fortsatz

52 Haken

54 elektrischer Anschluss

56 Anschlussaufnahme

58 weitere Bauelemente

59 Gehäuse-/Gehäuseformteilpaket

60 Fügesteg

62 Stegaufnahme

63 Anlage

64 Widerlager

66 elektronische Baugruppe

68 Baugruppengehäuse

70 Baugruppengehäuseöffnung

72 Öffnungsseite

74 Haltenut

76 Lagerkontur

78 Innenseite

Schutzansprüche

1.  Gehäuseformteil (2) zur Montage eines elektro-
nisches Bauelements (18) an einer Leiterplatte (20),
aufweisend
- eine Aufnahmeseite (4), welche eine Gehäuseöff-
nung (6) zur Aufnahme des elektronischen Bauele-
ments (18) in einen Gehäuseinnenraum (16) auf-
weist,
- eine an die Aufnahmeseite (4) angrenzende An-
schlussseite (8) mit Anschlussdurchführungen (10)
für die elektrischen Anschlüsse (54) des elektroni-
schen Bauelements (18), und
- eine Montageseite (12) mit angeformtem Montage-
profil (14) für eine werkzeugfreie Gehäusepositionie-
rung und Gehäusehalterung an der Leiterplatte (20).

2.  Gehäuseformteil (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Montageprofil (14) min-
destens einen Rastzapfen (22) zur Herstellung einer
Rastverbindung mit einer korrespondierenden Rast-
aufnahme (24) der Leiterplatte (20) aufweist.

3.  Gehäuseformteil (2) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Montageprofil (14)
mindestens einen Fügezapfen (26) aufweist, der im
Montagezustand in eine korrespondierende Zapfen-
aufnahme (28) der Leiterplatte (20) aufgenommen ist.

4.    Gehäuseformteil (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine im Be-
reich einer Gehäuseseite, welche der Anschlussseite
(8) gegenüberliegt, angeordnete und in den Gehäu-
seinnenraum (16) ragende Presslippe (30) zum Ver-
stellen des aufgenommenen elektronischen Bauele-
ments (18) zur Anschlussseite (8) hin.

5.    Gehäuseformteil (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, gekennzeichnet durch ein im Bereich
der Anschlussseite (8) angeordnetes und in den Ge-
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häuseinnenraum (16) ragendes sowie in Richtung
der Anschlussseite (8) federelastisch verschwenkba-
res Rastelement (36) mit freiendseitig einem Rastha-
ken (40) zur lösbaren Fixierung des aufgenommenen
elektronischen Bauelements (18).

6.  Gehäuseformteil (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gehäu-
seöffnung (6) teilweise von mindestens einem Halte-
fortsatz (42) zur Halterung des aufgenommenen elek-
tronischen Bauelements (18) überdeckt ist, wobei der
Haltefortsatz (42) in einem der Anschlussseite (8) ge-
genüberliegenden Öffnungsbereich der Gehäuseöff-
nung (6) angeordnet ist.

7.  Gehäuseformteil (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Monta-
geseite (12) die Anschlussseite (8) ist, wobei am der
Aufnahmeseite (4) gegenüberliegenden Gehäusebo-
den (38) außenseitig mindestens ein Fügesteg (60)
angeformt ist.

8.  Gehäuseformteil (2) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeseite (4) mit ei-
ner Stegaufnahme (62) versehen ist, welche zur Auf-
nahme eines korrespondierenden Fügestegs (60) ei-
nes weiteren Gehäuseformteils (2) ausgebildet ist.

9.  Gehäuseformteil (2) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlussdurch-
führungen (10) jeweils einen senkrecht zum Gehäu-
seboden (38) orientierten hakenförmigen Fortsatz
(50) aufweisen, dessen Haken (52) einen Hintergriff
für den elektrischen Anschluss (54) des elektroni-
schen Bauelements (18) bildet.

10.  Gehäuseformteil (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Montageseite (12) und die Aufnahmeseite (4) einan-
der gegenüberliegen, wobei die Anschlussdurchfüh-
rung (10) als ein senkrecht zur Aufnahmeseite (4)
verlaufender Spalt ausgebildet ist.

11.    Gehäuseformteil (2) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Montageprofil (14)
für eine zur Leiterplatte (20) beabstandete Gehäuse-
montage ausgebildet ist.

12.  Elektronische Baugruppe (66) mit einem Bau-
gruppengehäuse (68), in welches eine Leiterplatte
(20) und ein nach einem der Ansprüche 1 bis 11 aus-
gebildetes Gehäuseformteil (2) mit darin aufgenom-
menem elektronischen Bauelement (18) eingebracht
sind,
- wobei das Gehäuseformteil (2) an der Leiterplatte
(20) montiert ist, und

- wobei das Baugruppengehäuse (68) an einer Innen-
seite (78) eine Lagerkontur (76) zur Halterung des
Gehäuseformteils (2) aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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